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	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	手插零件短腳加工Component Preparation
	零件沒有適當成型               omponent leads not cut or bent properly
	零件腳太短影響焊接
零件腳太長不符合規範要求
	8
	
	整腳機設定不當                  Machine not set up properly.
	2
	成型作業指導書, 
	成型首件檢查表
	2
	32
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	機器設定不當                  Machine not set up properly.
	2
	成型作業指導書,
	成型首件檢查表
	2
	32

	
	
	
	
	
	
	

	手插零件                       Manual Component Placement
	零件沒有插定位Component not placed
	電氣功能失效                Electrical Failure of PCB
	7
	
	插件不當                          Parts not staged properly
	3
	SOP

人員教育訓練
	目檢紀錄表
	2
	48
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	零件插錯
	2
	SOP

人員教育訓練
	目檢紀錄表
	 2
	32
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	零件極性錯誤Component polarity incorrect
	3
	SOP

人員教育訓練
	目檢紀錄表
	2
	54
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	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	錫焊爐前目視檢查                In-process visual check prior to wave solder
	漏檢         
	產品異常
	8
	
	操作員在零件置放目視檢查的訓練不足                    Operator(s) not adequately trained in component placement, or visual check procedure
	2
	檢查員回饋問題給操作員,過錫爐前先 100%檢查
	目檢紀錄表
	2
	32
	
	
	
	
	
	
	

	FLUX自動噴霧機
	濃度太高
	板面不潔
	5
	
	比重條件設定異常
	2
	比重測量
	錫爐保養量測記錄表
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	濃度太低
	焊接不良
	5
	
	比重條件設定異常
	2
	比重測量
	錫爐保養量測記錄表
	1
	10
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	錫焊                      Soldering
	銲錫槽溫度太高         Solder bath too Hot
	零件 
PCB 
損壞              Component,     

PCB

damage
	7
	
	爐溫設定不當,                    setting on solder machine
	2
	參數標準化
	首件檢查並每天監控爐溫First piece setup. Monitor solder bath temp daily
	
	28
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	加熱器損壞Improper temperature

	1
1
23

2
	每4小時銲錫槽溫度量測

	錫爐保養量測記錄表

	2
2
	14
2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	爐溫設定不當,                    setting on solder machine
	
	目視檢查並每天監控爐溫First piece setup. Monitor solder bath temp daily
	錫爐保養量測記錄表
	2
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	銲錫槽溫度太低                    Solder bath too cold
	冷焊,錫不足                      Cold solder joints, insufficient solder


	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	
	加熱器損壞Improper temperature
	1
	每4小時銲錫槽溫度量測
	錫爐保養量測記錄表
	2
	14
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	錫焊爐                      Wave Soldering
	錫焊時間太長            Solder dwell time too long

	零件 PCB 損壞                Component, PCB damage
	7
	
	速度設定太慢,卡板               Belt speed too slow, belt binding/slipping
	2
	目視檢查並做保養         First piece setup. Preventive maintenance
	目檢紀錄表

錫爐保養量測記錄表
	2
	28
	
	
	
	
	
	
	

	
	錫焊時間太短                Solder dwell time too short
	錫焊不足                               Insufficient solder
	7
	
	速度設定太快                           Belt speed too fast

	2
	目視檢查
	目檢紀錄表

錫爐保養量測記錄表
	2
	28
	
	
	
	
	
	
	

	錫焊爐                      Wave Soldering
	PCB 表面有錫珠          Solder balls on PCB suface
	依 IPC-A-610C 標準有潛在的短路或失效                 Potential  shorting or failure to IPC-A-610 stds
	7
	
	錫爐溫度不是最佳狀態,未預熱,預熱器失效              Wave solder parameters not optimized, preheat, flux etcl
	2
	每4小時量測板面溫度
	目檢紀錄表

錫爐保養量測記錄表
	2
	28
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	錫焊爐後檢查                  In process visual check of wave soldering
	錫焊接合處不符合 IPC-A-610C                      Solder joints not per IPC-A-610C
	不良的焊接導致電氣失效       Poor mechanical / electrical connections my cause electrical failures. EOL tester or during use
	7
	
	目檢人員未檢出

	3
	人員教育訓練Operator training
	目檢紀錄表
	2
	42
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	後焊零件              Manual soldering of LCD connectors / vibration sensor
	零件反向                   Wrong orientation
	電氣功能失效                     Electrical Failure of PCB

	7
	
	零件沒有清楚的標示極性 , Polarity not clearly marked on parts. 
	1
	SOP註記製程重點要項                               In-process check for keying fuction.
	首件檢查

目檢紀錄表


	2
	14
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	
	沒有清楚的檢查零件的極性

Lack of or unclear visual aids for part orientation
	2
	SOP註記製程重點要項                               In-process check for keying fuction.
	目檢紀錄表
	2
	28
	
	
	
	
	
	
	

	
	不好的焊接                  Bad soldering
	錫焊接合處不符合 IPC-A-610C                      Solder joints not per IPC-A-610C
	7
	
	焊接人員不了解要求
	2
	人員教育訓練Operator training
	首件檢查

目檢紀錄表
	2
	28
	
	
	
	
	
	
	

	熱溶膠塗佈            Station A -Applying Hot Glue
	沒有充分的塗膠                    insufficent glue
	零件的鬆弛                   Component may come loose  
	7
	
	作業員沒有依SOP作業 Operator not putting sufficent glue to component
	2
	人員教育訓練Operator training
	首件檢查

目檢紀錄表
	2
	28
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	電氣功能測試Electrical Test
	無法分辨出良品與不良品    Tester passes failed unit
	電性功能異常
	8
	
	測試治具功能不完整
	1
	一片測試樣品                            1-piece set-uo

Test Boundary samples
	測試報告
	3
	21
	
	
	
	
	
	
	

	QC 檢驗   Outgoing QC (OQC) Inspection
	未依抽樣計畫進行檢驗就送至儲存或包裝區   Part sample not inspected  prior to storage / shipment
	不良品流出遭客戶退貨
	7
	
	檢驗程序不清,操作員無法依從,目視參考依據未包含在程序內                             Inspection procedure unclear, operator cannot follow. Visual references not included in procedure.
	1
	依產品檢驗規範

包裝成品檢驗規範

人員教育訓練Operator training
	檢驗紀錄
	2
	14
	
	
	
	
	
	
	

	組裝
	外觀不良,組立不完整
	客戶退貨
	7
	
	操作人員未依SOP作業
	3
	SOP制定

人員教育訓練Operator training
	檢驗紀錄
	2
	42
	
	
	
	
	
	
	

	包裝
	內容物不完整
	客戶退貨
	8
	
	操作員對處理程序不清楚           Handling procedure unclear, operator cannot follow.
	2
	依工規及 包裝作業規範
	
	3
	48
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